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Из графика видно что при увеличении расстояния d между электродом и 

поверхностью воды необходимо также увеличивать напряжение между электродами для 

поддержания стабильного формирования плазмы.  

В результате экспериментальных исследований установлено, что при увеличении 

рабочего напряжения до 24 кВ становится возможным установить расстояние между 

электродом и водой до 18 мм, что позволяет увеличить объем рабочей зоны для обработки 

материалов  в области формирования плазмой химически активных веществ. 
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Исследование газового разряда представляет научный и практический интерес. В настоящее 
время атмосферная плазма является эффективной альтернативой вакуумной плазме, 
поскольку для её генерации не требуются дорогостоящие вакуумные системы. Плазма 
атмосферного давления позволяет производить локальную обработку – очитку и активацию 
поверхности полимеров, металлов, керамики стекла и др. Создавая на поверхности химически 
активный слой, плазменная обработка значительно улучшает качество покрытий. Этот 
эффект достигается без применения химических реагентов, что является важным фактором 
при достижении безопасности и экологической чистоты промышленных процессов.  
В данной работе была собрана экспериментальная планарная разрядная система, которая 
формирует плазму диэлектрического барьерного разряда. Схематическое представление 
системы показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схематический вид конструкции планарной разрядной системы  

 
Разрядная система представляет собой две диэлектрические подложки с сформированными 
на их поверхности электродами, нижний электрод заземлён и покрыт слоем диэлектрика, 
который используется для ограничения тока, протекающего через разрядный промежуток. 
Расстояние между электродами является одним из основных параметром разрядной системы, 
представленной на рисунке 1. Материалы, используемые в разрядной системе показаны в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Материалы, используемые для построения разрядной системы, показанной на 
рисунке 1 

Наименование Материал Длина Ширина 

Верхний электрод 
Медь 

от 2 
до100 
мм 

от 1 до 50 
мм Нижний электрод 

Диэлектрик Фторопласт 

от 5 до 400 мм Диэлектрическая 
подложка 

Метилметакрилат 

 
В настоящей работе эксперимент проводился с изменением разрядного промежутка от 0,1 до 
2,2 мм и напряжении формирования плазмы диэлектрического барьерного разряда при 
атмосферном давлении от 8,6 до 13,2 кВ. На рисунке 2 показано поперечное сечение 
диэлектрического барьерного разряда при определённой величине напряжения 
формирования плазмы и величине разрядного промежутка. В ходе экспериментальных 
исследований была получена зависимость напряжения зажигания плазмы от зазора между 
поверхностями электродов, зависимость показана на рисунке 4.  
Внешний вид разработанной экспериментальной разрядной системы планарного типа показан 
на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид разрядной системы диэлектрического барьерного разряда 
 

 
 

а) напряжение зажигания (V) 8,6 кВ, расстояние между плоскостями электродов (d) 0,1 мм;  
б) V=8,9 кВ, d=0,4 мм; в) V=9,6 кВ, d=0,8 мм; г) V=10,5 кВ, d=1 мм; д) V=11,8 кВ, d=2 мм; e) 

V=13,2 кВ, d=2,2 мм 
 

Рисунок 3 – Поперечное сечение диэлектрического барьерного разряда 
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Рисунок 4 – Зависимость напряжения зажигания плазмы от расстояния между электродами 

 
Плазму при атмосферном давлении полученной в разрядном промежутке разработанной 
системы можно использовать для очистки и активации поверхности материалов. Зону 
обработки с применением разрядных систем такого типа можно масштабировать, изменяя 
размер и форму электродов, это позволяет обрабатывать подложки большей площади с 
использованием систем конвейерного типа, что увеличивает производительность при 
уменьшении затрачиваемого времени. 
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Смачивание и растекание - знакомые явления в природе и часто наблюдаемые в нашей 
повседневной жизни, имеющие большое значение для фундаментальных научных исследований, а 
также обеспечивающие решения для передовых технологий. В последние десятилетия, переняв опыт 
природы, уникальные свойства смачивания и растекания были биомиметически реализованы путем 
создания искусственных материалов, что способствовало постоянному развитию таких областей, как 
транспортировка жидкостей, распыление, очистка и окраска в промышленности и сельском хозяйстве, 
и даже повлияло на образ нашей повседневной жизни. [1] 

 «Холодная» или нетепловая плазма (НТП) представляет собой высокоэнергетическое 
состояние газа, когда электрический ток может проходить из-за высокого напряжения. До недавнего 
времени плазму можно было создавать только в вакуумных системах, что делало невозможным ее 
использование для обработки чувствительных материалов. Однако за последние несколько лет 
технологические разработки позволили производить холодную плазму при атмосферном давлении, 
используя экономически выгодные системы. [2] 

Целесообразность внедрения таких технологий диктуется возможностями локального и 
избирательного воздействия на объекты различной природы за счет направленного физического и 
химического взаимодействия составляющих плазмы с поверхностью. В частности, вышесказанное 
относится к низкотемпературной неравновесной плазме, основными достоинствами которой являются 
безопасность для человека, низкая проникающая способность и возможность обработки объектов при 
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